
적층 세라믹 콘덴서에 대해서 

 콘덴서의 종류는 크게 나누어 고정 콘덴서와 가변 콘덴서가 있다. 또한 모

재의 종류 및 전극의 종류에 따라서 알루미늄 전해 콘덴서, 탄탈 전해 콘덴

서, 세라믹 콘덴서, 필름 콘덴서 등으로 분류된다. JISC5101에 따른 콘덴서

의 종류를 표1에 나타내었다. 또 소자의 구성방식의 차이에 따라 분류하는 

경우에는 권회형, 적층형, 전해형으로 나눌 수 있다. 이와 같은 분류에 따른 

콘덴서의 분류는 표 2에 나타내었다.  

 

 세라믹 콘덴서의 특징은 고주파 특성이 좋고 열에 강하며, 각종 온도 

특성을 비교적 쉽게 구현할 수 있다는 점이다. 또 무극성인 것도 기판 적층

에는 유리하다. 알루미늄 전해 콘덴서는 저가격, 고용량이 특징이며, 결점으

로는 고주파영역에서의 임피던스가 높고 형상이 크다는 문제가 있다. 최근 

종래의 전해액에 대체하여 기능성 고분자를 이용하는 “기능성 고분자 알루

미늄 전해 콘덴서”와 TCNQ기를 이용하는 “유기 반도체 콘덴서”가 개발되어 



있다. 이들은 종래의 알루미늄 전해 콘덴서의 문제점이었던 ESR의 저하와 

고온 열화 등의 현상을 향상시키고 있다.  

 

 탄탈 전해 콘덴서는 정격전압이 낮고, 내전압이 낮다는 결점을 갖고 

있다. 그러나 소형으로 고용량을 얻을 수 있다는 점과 상온에서 정격전압의 

60-70%에서 사용하면 수명이 반영구적인 점이 중요한 특징이다. 필름콘덴

서는 온도의 존성이 낮은 것이 최대의 무기이다. 이들 콘덴서의 특징을 다음

의 표 3으로 정리하였다. 

 



2. 콘덴서의 종류와 규격 

 

2-1. 세라믹 콘덴서의 규격 

 

 일본에 해당하는 우선규격은 JIS 규격이다. 기술의 진보와 함께 요구

가 다양화한 것을 국제 규격인 IES에 맞추어 개정한 것이 현재의 JIS이다. 

세계 각국에서는 여러 규격을 가지며 다소 차이가 있다. 미국에서는 일반적

으로 IEC규격을 이용하고, 군관계에서는 MIL규격이 있다. 이들은 주로 사용 

용도에 따른 분류에 해당된다. 각국의 여러 가지 규격은 잠재적인 비관세 장

벽이라는 점에서 볼 때 WTO(세계무역기관)/TBT협정(무역의 기술생애에 관

한 협정)에서는 각국의 규격을 국제규격으로 일치시키는 것에 합의하고 있는 

점에서 “규격의 세계통일”의 움직임이 있다. 콘덴서의 규격도 예외가 아니다. 

JIS에 해당하는 세라믹 콘덴서 규격을 표 4에 나타내었다.  이 세 가지 규격

의 시험방법 및 측정방법 등은 품목별 규격인 JIS-C5101-10을 인용하고 있

으므로 세라믹 콘덴서에 관계하는 규격은 전부 네 가지 규격이 되는 것이다.  

 최근의 적층세라믹 콘덴서의 고용량화, 저정격 전압화, 혹은 고내압화 

등의 needs의 확대와 함께 상기 JIS-C5101-10만으로는 커버하지 못하는 

제품이 나왔다. 예를 들면 고용량 품에 해당하는 10v 미만의 정격 전압 품

과 200v 이상의 정격 전압품이다. 이것들에 대해서는 EIAJ(일본전자기계 공

업계 규격)의 원안작성 심의 위원회에 초안 작성 중이다.  

 

 

 



 

 



 일본 전자기계 공업회로부터 제정되고 있는 EIAJ 규격에 따른 분류

를 표 5에 나타내었다. 분류기호는 형상, 외형 크기, 특성 등에 따라 세분화 

되어 있다. 역시 EIAJ 규격의 기원이 되고 있는 것이 미국의 EIA 규격이다.  

 

 

2.2 세라믹 콘덴서의 온도특성 

 JIS에서는 세라믹 콘덴서의 경우에 표4와 같이 종류 1(Class I: 온도 

보상용 세라믹 콘덴서)와 종류2 (class II: 고유전율형 세라믹 콘덴서)로 나누

어 규격화되어 있다. 세라믹 콘덴서를 형상으로 분류하면 디스크(disk)형과 

칩형으로 구분된다. 세라믹 콘덴서의 칩화율은 80%를 넘고 있다.  

 세라믹 콘덴서의 특징 중 하나로 규정되어 있다. EIS에 따른 정전용

량의 온도특성을 나타내는 분류code글 표 6과 7에 표시하였다. 이 표에 따

르면 X8R특성이라는 것은 –55℃로부터 150℃의 범위에서 ±15% 이내의 정



전용량의 온도변화를 나타내고 있는 것이다.  


